
12 日，小米推出了一种全新的销售方式“小米直供”。据了解，小

米直供采取官网报价、官网发货，而卖家则可赚取其中的利润差。小米

表示，可做到“提供充足货源、正品保障、优质保证、服务支持，而且无需

资金、顺丰送达。”此外还会为加入的商家或者个人提供定期培训，并会

不定期推出激励成长计划。

这是小米拓展线下渠道的一次最新尝试，同时也是一个无奈的选

择。不久前，IDC 公布的最新数据显示，2016 年全年，中国智能手机市

场实现了同比 8.7%的增长，OPPO、华为、vivo 分列国内手机厂商出货

量前三。而与此同时，2014 年国内市场份额第一的小米，销量却同比

下降 36%，滑落到了第五，市场份额仅为 8.9%。曾经名噪一时，风光无

限的小米手机在中国本土逐渐失去了光彩。

也许雷军也已经意识到了这一点：中国的互联网环境已经悄然发

生了变化，以城市为主要市场，以线上销售为主要手段，以科技宅为主

要对象的传统策略已经不合时宜。靠营销和价格战驱动的手机销售模

式逐渐开始转向以用户体验为核心的新时代。谁能把控整个供应链，

带给用户更好的体验，谁才是真正的王者。

小米的应对策略是“一下一上”。“下”是推出直供模式改善线下销

售；“上”是沿产业链向上延伸，做自己的处理器。

最近关于小米处理器的传闻日渐增多也越来越详细。据称这款名

为“松果”处理器预计将会出现在小米新机 5C 之中，小米 6也有可能采

用这款处理器。小米将成为继苹果、三星以及华为之后又一家拥有自

主处理器的智能手机制造商。而有了自主的处理器后，小米就能像苹

果那样通过软硬件深度结合，更有效地提升用户体验。

这条路华为走过，并取得了不错的结果。但小米不是华为，此时也

非彼时。在国内外市场日渐饱和，竞争日益白热化的今天，小米能否走

出一条新路还需要时间去检验。

从“为发烧而生”到自主创新
小米想讲一段新的“华为故事”
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小米在多年前便已开始布局芯片自研，但与

华为完全自研芯片的模式相比，小米选择的是与

联芯科技合作自研。

2014 年 11 月，大唐电信公告称，其全资子公

司联芯科技开发并拥有的 SDR1860 平台技术以

人民币 1.03 亿元的价格许可授权给由小米和联

芯共同投资成立的北京松果电子有限公司。自

此，关于小米自有芯片产品的传闻就未间断。只

是，一贯高调的小米对此很少谈及。

纵观全球手机厂商中，涉足芯片开发的厂商

只有少数公司，多数终端厂商都是从专业的芯片

厂商购买芯片。在中国智能手机制造领域，除华

为之外，几乎所有的国产手机都是依靠别人的芯

片，以至于美国高通、MTK 在手机领域几乎达到

了垄断的地位。

但是，做芯片和做手机的最大区别在于，手

机可以依赖上游产业链供给，我国手机产业因此

遍地繁华，但手机芯片是耗时耗钱的产业，Co-

mobs创始人赵宇说：“手机芯片的技术难度，并非

小米和联芯合力能够突破，即使是华为和中兴这

两家国内乃至国际手机行业屈指可数的企业研

发自主芯片也是个艰巨的任务。”据了解，联芯科

技的芯片产品出货量非常少，技术成熟度也远不

及高通、联发科、展讯、海思等厂商，“松果”产品

竞争力仍是未知数。

“小米成长的前期阶段因为走得太快需要回

头补课，虽然从阶段性看，以通信起家+持续研发

投入的华为比小米更成功，但不能因此说现在的

小米失败。小米芯片与生态发展的战略意义仍

然非常有看点，只有不确定的未来才是潜在的机

会点。”赵宇说：“或许，小米的芯片来得有些晚

了，但终究是好事。从小米 5S的超声波指纹识别

到 MIX推出，小米对于技术投入初心不能仅仅从

专利申请量去判断，毕竟这也是需要时间、人力

和资金投入去推动的，而这也是华为数十年的核

心所在。”

自主创新是条正途

““松果松果””传闻再现传闻再现——

自主研发芯片自主研发芯片：：是是““坑坑””也要跳也要跳 IT辣评

因为将配备小米首颗自主研发的处理器“松

果”，小米的神秘新机5C一直在手机圈保持着很高

的曝光度。在松果电子官网和微博于近日上线后，

关于小米自有芯片的传闻又一次成为热点。虽然

截至记者发稿时小米官方仍保持沉默，但种种迹象

表明小米推出手机自研芯片只是时间问题。

若“松果”处理器面世，小米便将成为继华为

后中国第二家使用自主研发处理器的智能手机

制造商。这是巨坑，还是坦途？芯片的技术门槛

高，投入成本大，未来小米手机的出货量能否支

撑和分摊其芯片的投入成本，仍需要验证，技术

成熟度和产品能否有竞争力也是很大的未知数。

小米为什么做芯片？因为在新一轮的博弈

中，再怎么强调芯片业的价值，都不为过。

本报记者 刘 艳

■聚 焦

2017 年 1月 10 日，一个振奋人心的消息传来，昆明

理工大学郭忠诚团队研发的有色金属电积用栅栏型铝

基铅合金复合阳极制备技术，在云南省晋宁工业园区，

国内外一条栅栏型铝基铅合金复合阳极板半自动化生

产线建成，经过现场的生产测试，全面通过验收，可实

现年产能 20 万片栅栏型铝基铅合金复合阳极板，该生

产线的实施国内外创新高。

郭忠诚表示，栅栏型铝基铅合金复合阳极板生产

线的成功只是起步，虽然我国有色金属湿法冶金工业

的锌、铜、镍、锰和钴等电积过程一直使用铅合金作为

阳极材料，但是铅合金阳极析氧过电位高、机械强度

低、铅溶解及污染金属产品等关键技术问题未能得到

根本解决。谁能提前实现技术突破使有色金属电积过

程实现“节能降耗”，谁就能在有色金属新材料的研发

与加工行业中淘到“金子”。因此，开发新型高效节能

降耗电极材料及其加工技术是昆明理工大学郭忠诚团

队的研究攻关重点。

从 2008 年起，郭忠诚团队率先研究开发栅栏型铝

基铅合金复合阳极制备技术；到 2013年，在云南驰宏锌

锗股份有限公司曲靖分公司进行了工业应用试验，经

过许多厂家多次反复验证试验，最终形成稳定型的栅

栏型铝基铅合金复合阳极板产品。8 年的科学研究实

践探索，团队形成了特色鲜明、优势明显的有色金属新

材料研发与技术开发优势。

注重理论研究，实现技术突破

有色金属是国民经济建设的重要基础材料，提炼

加工有色金属新材料和开发制备技术备受行业瞩目。

在国家自然科学基金、科技部火炬计划、云南省科技创

新强省计划等项目支持下，由昆明理工大学郭忠诚教

授为项目负责人组成的创新团队，提出“栅栏型铝基铅

合金复合阳极”设计思路，为新技术的开发提供了创新

思路。

该创新团队首先针对国内外传统铅合金阳极导电

性差、成本高、槽电压高、耐腐蚀性差等问题，持续系统

地开展了理论研究和相应的实践应用，探明了铅基合

金阳极在电积锌体系腐蚀规律。研究发现β-PbO2氧

化膜的形成是提高析氧电催化活性和耐腐蚀性的本质

原因，阳极表面β-PbO2形成越多，电催化活性和耐蚀

性越好，为铅合金阳极表面陶瓷化处理提供理论依

据。同时，该创新团队自主研发了栅栏型铝基铅合金

复合阳极表面陶瓷化处理新技术，确定了β-PbO2氧化

膜的形成条件和规律，完成了以活性β-PbO2为核心，

WC、ZrO2等纳米颗粒掺杂改性β-PbO2-WC-ZrO2复

合陶瓷膜的成分设计与工艺优化，探明了制备体系及

材料性能与成分的关联机制。

具体应用到工业化生产中，新材料的制备技术仍

在不断革新。团队自主研发了系列有色金属电积用栅

栏型铝基铅合金复合阳极制备新技术和铅基多元合金

制备技术。利用铝优良的导电性和铅合金良好的电化

学性能，采用挤压拉拔复合技术制备铝基铅合金复合

材料，并将其加工成栅栏型铝基铅合金复合阳极板；利

用微合金化理论开发出锌电积用 Pb-Ag-Al 合金，A1

掺杂到铅合金中，降低贵金属银的添加量；铜电积用

Pb-Ca-Cu-Sn-RE 合金，添加少量铜可细化铅合金晶

粒，加入铜和稀土有利于提高合金电催化活性和耐腐

蚀性。该团队自主研发“有色金属电积用铝基铅合金

复合阳极制备技术与应用”的科技成果，获得 2016年度

中国有色金属工业科技进步一等奖。

2016 年 8 月 26 日，中国有色金属工业协会对昆明

理工大学等相关单位所承担的“栅栏型铝基铅合金复

合阳极制备技术与应用”项目进行了科技技术成果评

价。评价报告中指出，栅栏型铝基铅合金复合阳极，与

现有传统铅基合金阳极相比，成本降低了 5%—20%，

锌 电 积 过 程 中 电 流 效 率 提 高 2%—6%、

槽 电 压 降 低 0.05—0.15V、直 流 电 耗 2800—

3100kWh，阴极电流密度可以升高到 1000A/m2 以上，

提高了阴极产品的品级率。

加速市场推广，覆盖全球范围

在我国，科研与创新成果有一个实难破解的困

境——如何将科研成果及时有效转化？而这个问题在

郭忠诚团队的技术研发与推广应用过程中并未出现，

原因在于产品推广与研发在该团队中是同时进行着。

郭忠诚除了昆明理工大学冶金与能源工程学院的

教授身份外，还有一个在业界叫得响的身份——昆明

理工恒达科技股份有限公司董事长。在整个项目推进

过程中，郭忠诚担负着多重任务：既是技术突破的研发

者，又是产品应用推广的推销员，还是公司经营管理的

管理者。

昆明理工恒达科技股份有限公司是由自然人、昆

明理工大学、红塔创新投资股份有限公司等股东构成，

是一个典型的混合所有制企业，2014年 9月在新三板挂

牌上市，时机成熟时到创业板 IPO。作为整个项目的依

托主体，公司将核心业务确定在新型节能降耗电极材

料、高效储能材料及其制备技术，并且以节能降耗电极

新材料、高效储能新材料的产品设计和产业化生产为

主业，因此在从最初的设计到产品的生产与供应，整个

产业链条上下游之间的环节被全部打通、顺利推广应

用。

2014 年昆明理工恒达科技股份有限公司在云南

省晋宁工业园区建成国内外首条栅栏型铝基铅合金

复合阳极板半自动化生产线，年生产能力超过 20 万

片；同年，产品首次在云南金鼎锌业有限公司大规模

成功应用；2015 年，产品逐步推广应用于株洲冶炼集

团股份有限公司、湖南轩华锌业有限公司、鑫联环保

科技股份有限公司、巴彦淖尔紫金有色金属有限公

司、云南祥云飞龙再生科技股份有限公司、云南永昌

铅锌股份有限公司、西部矿业股份有限公司等，实现

销售收入 2.2 亿元，利税 4000 余万。近三年来给产品

用户企业带来累计新增产值约 68.909 亿元，新增利润

约 5.18 亿元的经济效益。

丰厚的市场回报是源于过硬的产品技术，郭忠诚

团队通过系统的现场数据采集及对比分析表明：栅栏

型铝基铅合金复合阳极板与传统铅基合金阳极板比，

锌电积过程电流效率可提高 2%—6%、槽电压可降低

0.05—0.15V、电流密度可升高至 1000A/m2 以上、0#锌

的品级率高、产品采购成本低于传统铅基合金阳极板。

由中国有色金属工业协会组织，邀请有关院士及

专家对该成果进行了鉴定，结论是：栅栏型铝基铅合金

复合阳极制备技术攻克了多个技术难题，革新了镀膜

工艺技术，延长了阳极使用寿命。尤其是对湿法冶金

电积过程的节能降耗和阴极产品质量的提高提供了技

术保障，对湿法冶金行业阳极的升级改造和科技进步

具有推动作用。该项目整体技术在有色金属电积领域

处于国际领先水平，技术经济指标先进，生产实践表明

技术先进、工艺稳定、重现性好、成熟度高。

让有色金属电积不断让有色金属电积不断““节能降耗节能降耗””
高 云

市场很有前景，但也已拥挤不堪。年销量上

亿的国产手机品牌当前几乎只有华为一家，挣钱

不是一件容易的事。

小米曾被认为是一家智能手机厂商，一家互

联网企业，异常复杂的商业模式，使很多人看不

懂它。三年前小米就定下了以手机为中心连接

一切设备的战略。但是，万物互联的话题提了近

20年，都没有真正连在一起，小米怎么破局？

小米用生态链和投资孵化的模式去推进并

完成端到端的连接，到今天为止，小米有 77 家生

态链企业，有 30 家发布了产品。2016 年小米智

能硬件生态的收入大概达到 150 亿人民币，小米

已经连接激活了超过 5000 万台设备。从这个角

度看，小米的生态链已初具规模，但是，小米在智

能手机领域的表现不佳。

研究机构 IDC 报告显示，在中国智能手机市

场中，互联网为主要模式的手机厂商在 2016年集

体失声，被称为互联网手机模式的鼻祖——小米

在 2016 年被竞争对手全面超越，销量同比大跌

36%，份额也从 2015年的 15.1%下滑至 8.9%。

另外一家互联网模式的践行者乐视更糟，因

被曝出大额欠债供应商、资金链吃紧等问题，一

度被推上舆论的风口浪尖，它所倡导的超低价互

联网模式已难以延续。而曾在过去一段时间深

陷与酷派和乐视之间股权斗争的 360虽然没有惊

艳表现，但终归还是差强人意。

“我认为 360手机现在还是小米的初级模式，

还遭遇不到小米手机现在的瓶颈，但我们也要回

归商业本质，做健康的互联网模式手机。”前荣耀

销售副总裁，现任 360 手机总裁李开新说，360 手

机 2017 年的目标是销量增长 10%—20%，做到最

起码不亏钱。

现在看来，对手机企业来说，唯有芯片的较

量才能真正具有竞争优势。只是，正如恩斯坦研

究公司分析师马克·李所说，这样做是有风险的，

开发能够和别的公司竞争的移动芯片需要大量

资源。

令人振奋的是，随着移动互联网热潮开启，

智能手机驱动着大规模应用。未来，几乎所有场

景，都会有芯片及其解决方案的发挥空间，芯片

的市场规模大到难以想象，芯片的价值再怎么强

调都不为过。

芯片较量是主战场

栅栏型铝基铅合金复合阳极板鉴定会的专家及项目组主要负责成员栅栏型铝基铅合金复合阳极板鉴定会的专家及项目组主要负责成员

栅栏型铝基铅合金复合阳极板在锌电积中的应用实例栅栏型铝基铅合金复合阳极板在锌电积中的应用实例栅栏型铝基铅合金复合阳极板应用现场栅栏型铝基铅合金复合阳极板应用现场

现在已很少有人质疑国产厂商研发芯片的

可行性和重要性，华为通过麒麟处理器和手机产

品的表现，让人们看到了自研芯片的意义有多重

要，虽然这条路并不好走，也不是谁都走得下去。

在高通骁龙810遭受因发热问题导致热议时，

华为凭借搭载海思麒麟925的Mate7一炮走红，也

就是那时，异常低调的华为海思走入公众视野。

华为手机的成功，很大一部分原因取决于早

期对于芯片业务的投入。2004年华为公司创始人

兼总裁任正非做了一个重要的决定，自主研发高

端手机芯片，那时研发芯片是不确定的未来。

从 2009 年第一颗 K3、2012 年 K3V2“失败”，

到 2014 年被华为海思命名为“麒麟”的中国第一

款高端智能手机芯片跻身业界主流，华为砸进去

数百亿研发经费。如今，仅用在华为自己产品上

的麒麟芯片已成为华为手机独有的特色之一和

核心技术是话语权

华为手机的优势竞争力所在，华为手机的品质需

要自研芯片为其背书。

华为为什么做芯片、小米为什么做芯片，说

到底，不仅是因为把芯片这个手机产业的核心部

件压在外部合作伙伴身上风险太大，也因为自研

芯片能使部分机型持续保持高性价比，并在与诸

如高通等芯片大厂的博弈中更具话语权。

凭借“互联网思维”横空出世，将乔布斯视为

榜样，小米受到众多“米粉”的追捧。几年时间过

去了，虽然小米推出新品的速度并未减缓，在数

量上并不输竞争对手，但却被 OPPO、vivo等对手

狠狠甩在后面，还被贴上了“低价”标签，并被诟

病为技术上有短板。

“松果”传闻再现，至少证明了雷军所说的不

是空话：“我们知道技术的重要性，知道创新的重

要性。”


